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在環境永續議題上，朝向降低產品單位用電量、減少原物料耗用、綠色環保回收技術等方向進

行技術開發與專利布局。同時著手建立綠色專利審查機制，於專利審查時除考量法規規定，亦

考量是否具節能減碳之綠色影響力，藉此鼓勵綠色技術的發展和專利布局。 

 

●具體成果: 布局於有助於提高能源效率與節能的具體創新產品 

永續策略與專利佈局 

為因應全球節能減碳趨勢與高效能電子元件需求，本公司積極推動功率半導體材料技術創新，

並以專利佈局作為技術領先與永續競爭力的核心策略。 

目前專利布局以三大關鍵材料為主：矽(Si, Silicon)、氮化鎵(GaN, Gallium Nitride)、碳化矽(SiC, 

Silicon Carbide)，其中 SiC 佔比最高 40%，GaN 為 32%，Si 則為 28%。並且依照不同材料特

性，開發出多項晶圓產品，支援節能領域的運用。 

材料領域 專利佔比 高效晶圓產品 

GaN 32% 

➢ GaN on Si D mode power 650V, 200V 

➢ GaN on Sap D mode power 650V, 900V 

➢ GaN on n-type SiC D mode 650V 

➢ GaN on Si E Mode Power 

SiC 40% 

➢ 4~12 吋導電型 SiC wafer 

➢ 6~12吋散熱應用 SiC wafer 

➢ 4~8inch半絕緣型 SiC wafer 

Si 28% 

➢ 超低電阻重摻硼晶圓 

➢ 超低電阻重摻紅磷晶圓 

➢ 超低電阻重摻砷晶圓 

➢ 超低電阻重摻銻晶圓 

➢ 擴散晶圓及深擴散拋光晶圓 

➢ FZ 矽晶圓 

➢ 中子照射超純矽晶圓 

 

碳化矽技術領域與專利成果 

◼ 碳化矽材料在推動綠色產品發展方面扮演關鍵角色，具備提升能源效率、降低碳排放與強

化資源使用效率等優勢。其在高效率電力轉換、再生能源、電動車(EV)與充電基礎建設、

節能家電及工業應用等領域皆展現高度價值，並協助終端產品達成國際節能標準 (如 



Energy Star、歐盟 Ecodesign Directive)，成為綠色產品的重要技術支撐。 

◼ 環球晶圓(台灣)深耕化合物半導體領域多年，與歐美 Tier-1 客戶密切合作，推出導電型 

SiC wafer以應用於電動車與充電樁、再生能源系統，以及半絕緣型 SiC wafer以應用於

5G 通訊與射頻元件、電力電子與國防雷達。同時朝晶體生長晶圓加工技術進行專利佈局，

目前碳化矽材料共 215件專利，已獲證專利 128件。 

 

氮化鎵技術領域與專利成果 

◼ 氮化鎵功率元件具備高切換頻率、高效率與低損耗等特性，特別適用於高耗電產業，如人

工智慧(AI)、資料中心與高速運算等領域。其優異的能效表現有助於降低能源消耗，推動

產業邁向低碳轉型。 

◼ 環球晶圓(台灣)在 2013年 GaN磊晶市場尚未打開前，就積極進行關鍵結構開發，與頂尖

大學、學術機構進行密集計畫交流與合作，產出許多重要且基礎專利。目前已開發多種 

GaN 功率元件產品，包含：GaN on Si(矽基), GaN on Sapphire(藍寶石基), GaN on SiC(碳

化矽基)。GaN專利部分共 173件，已獲證專利共 126件，朝基板設計、緩衝層設計、主

動層設計以及配件設計等方向布局。 

 

矽晶技術領域與專利成果 

◼ 矽材料雖面臨物理極限挑戰，但透過重摻雜技術可提升其導電性與耐壓能力，使其在車用

電子、工業控制、電力設備與快充技術等領域持續發揮關鍵作用。矽材料的成熟製程與穩

定供應鏈亦有助於降低製造成本與提升產品可靠性。 

◼ 環球晶圓(台灣)長期投入功率半導體產品開發，與下游功率元件客戶合作發展各種客製化

矽晶圓，透過持續研發與掌握市場脈動建立技術差異化與產品區隔化強化競爭力。目前與

功率半導體應用相關的矽晶材料專利共 141件，已獲證專利共 121件，佈局的範圍涵蓋矽

晶體生長(包含熱場設計、摻雜方式)與晶圓加工(含特殊基板結構、加工方式)。 

 

本公司持續投入功率半導體材料的研發與專利佈局，展現技術領先與創新能力。透過材料技術

的升級與產品效能的提升，我們致力於打造更節能、更環保的電子元件，並回應全球對環境永

續與低碳轉型的期待。 

 

 

 

 

 



●具體成果: 於生產過程中投入之智慧或智能系統之實際案例 

案例 1.融料影像辨識系統(專利號:TWI766600) 

在晶體生長製程中，業界常採用「二次加料」方式以提升原料使用效率與產能。然而如何準確

辨識融料狀態並於最佳時機進行加料，是影響良率、製程穩定性與資源效率的關鍵挑戰。傳統

作法多依賴操作人員主觀判斷，容易造成誤判，影響晶體品質、生長時程，甚至導致能源與原

物料的浪費。 

本公司透過智能融料影像辨識系統，分析熔面在相變化過程中的反射率變化，偵測前後影像灰

階值的差異，透過「灰階亮度微變化」辨識補料的最佳時機。此技術可有效避免不必要的加熱

補償，提升製程精準度與能源使用效率。 

本專案導入後，整體融料時間縮短約 11–17%，由於可在最佳時機進行補料，平均融料功率消

耗下降約 14%，每次晶體生長可節省用電度數約 85-127.5kWh。此技術不僅提升製程效率，

更具備明確的節能減碳效益，符合企業對環境永續的承諾，並回應全球對綠色製程的期待。 

 

 

 

 

案例 2.切片機斷線智能偵測系統(專利號:TWI854485) 

在晶圓加工製程中，切片機斷線事件常造成滾輪纏線溝變形，導致晶棒無法續行切片，進而造

成晶棒報廢與原物料損失。傳統機械式感測器因靈敏度不足，無法即時偵測斷線狀況並停機，

使得損耗問題長期存在。 

本公司透過智能斷線偵測系統，導入音頻感測技術，能即時辨識斷線事件並迅速啟動機台反應

機制，有效縮短反應時間。此技術成功解決傳統感測器靈敏度不足的問題，大幅降低晶棒損失

與設備損害。 

本專案導入後，斷線後可救回產品比例由 20% 提升至 80%，顯著減少矽晶圓報廢與浪費。

此技術不僅提升製程可靠性，更具備明確的資源節約與環境效益，展現公司在智慧製造與永續

營運上的積極作為。 

 

 

 



在社會永續議題上，一方面透過產學合作計畫與學校進行技術開發，使學術研究有機會於產業

界產生經濟效益，同時經由學生的參與協助人才培育；另一方面透過外部研討會議分享交流，

將公司推行智財管理的經驗對外分享，提升社會對企業智財管理的重視。 

 

●具體成果:產學合作人才培育貢獻 

 

 

 

公司與多所大專院校合作推動產學專案，於 111 至 113 年間共培育碩博士 143 人次參與研

發工作，部分學生在專案結束後加入公司擔任研發職位，充分展現企業在培育產業人才的積極

作為。不僅對內提升研發能量，對外有促進青年就業與高階技術人才永續培育之意義。 

 

●具體成果: 智財管理經驗交流之案例 

 

 

 

113年 12月，台北科技大學陳春山教授(左六)研究團隊、新聚能顧問股份有限公司朱新瑞總經

理(右五) 蒞臨本公司參訪，三方就企業智慧財產管理經驗進行交流分享。此次互動不僅促進學

界與業界在智財策略上的知識交流，也展現企業在知識共享的積極態度。 

 

 

 



在經營永續議題上，則是透過持續參與 TIPS外部驗證，提升智財管理能量，使公司更有競爭

實力。針對智慧財產權進行風險管理，避免侵犯他人專利而產生法律及財務風險，同時鼓勵創

新並透過專利佈局提升競爭力並保障股東權益。目前公司已經有十年以上 TIPS驗證經驗(2013

至 2024年)，足見對於智財管理的投入與用心。 

 

●具體成果: 連續五次通過 TIPS AA 級驗證 

 

環球晶圓於  2013 年導入台灣智慧財產管理制度（Taiwan 

Intellectual Property Management System, TIPS），依序建置管理

流程且通過基礎驗證，持續於 2014、2015 年通過深入 驗證，

2016、2017、2019、2021、2023 年連續五次通過 AA 級驗證。 

(TIPS驗證通過名單: https://www.tips.org.tw/body?sno=BGCD) 

 

 

 

 

●具體成果: 連續七年取得公司治理評鑑上櫃公司前 5% 

 
 

第十一屆（2024）公司治理評鑑結果揭曉，環球晶圓再度榮登上

櫃公司前 5％，為連續第七年榮獲該項殊榮，充分體現公司在董

事會治理、資訊透明、股東權益維護及永續發展推動等各項指

標上的卓越表現與長期投入。 

(歷年評鑑結果: https://webline.sfi.org.tw/CGE/index.asp) 

 

 

 

綜合以上，智慧財產權對集團來說，可以彰顯技術發展能量，創造策略聯盟機會，提升公司

整體競爭力，爭取客戶信賴與認同。尤其在發展新技術或新產品時，在該領域擬定策略進行

佈局，進一步協助公司避免可能的智財風險。智慧財產權不只是開發下一世代產品的競爭工

具，同時也是能夠抵禦所有競爭者造成影響、公司得以永續經營的重要利器。 

 

https://www.tips.org.tw/body?sno=BGCD
https://webline.sfi.org.tw/CGE/index.asp

